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内容概要

印制电路板是现代电子设备中重要的基础零部件。
《印制电路板的设计与制造》共12章，以印制板的设计和制造的关系及相互影响为主线，系统地介绍
了印制板的设计、制造和验收。
具体内容包括印制板概述、印制板基板材料、印制板设计、印制板制造技术、多层印制板制造技术、
高密度互连印制板制造技术、挠性及刚挠结合印制板制造技术、特殊印制板制造技术、印制板的性能
和检验、印制板的验收标准和使用要求、印制板的清洁生产和水处理技术、印制板技术的发展方向。
在介绍印制板的基本方法和工艺流程时，收集了一些典型的工艺配方，较详细地介绍了具体的操作方
法和常见故障分析及排除方法，具有丰富的实践性，为从事印制板制造的工程技术人员和生产工人提
供了较好的参考依据。

《印制电路板的设计与制造》突出系统性、实用性，引用标准现行有效，使读者能迅速掌握印制电路
板的设计与制造的基本技术和要求，是从事印制电路板设计与制造的工程技术人员及生产工人非常实
用的技术工具书、培训教材和参考资料。
本书主要由姜培安、鲁永宝、暴杰编著。
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章节摘录

版权页：   插图：   （2）光绘速度的调节 对于光绘机，特别是矢量光绘机，其绘图的速度也是影响绘
制底片质量的重要因素，在光绘前应调节好光绘的速度。
在矢量光绘机划线时，若绘图的速度过快，即光束在底片上停留的时间过短，则会产生曝光不足的现
象；若绘图的速度过慢，即光束在底片上停留的时间过长，则会产生曝光过度出现光晕现象。
不仅光绘速度会影响绘制底片的效果，而且光绘时的加速度和曝光时快门打开和关闭的延迟时间都会
影响底片曝光质量。
 （3）光绘底片的放置 底片的放置非常重要。
由于各种外界因素的变化，光绘底片会发生微小的伸缩变形，一般情况下它对印制板的加工不会产生
多大影响，但对高精度的图形也会造成底片不能使用。
因此，除了尽量消除外界环境因素的影响外，在光绘操作过程中特别是在放置底片时，应尽量保证要
绘制的同一印制电路图形的不同层（如元件面和焊接面）的X、Y方向和底片的X、Y方向是一致的，
这样变形在同一方向，误差可以相互抵消。
放置底片时还应保持底片的药膜面对着光源，以减小底片介质对光的衍射作用。
 对有些精度不高的光绘机，绘制底片时应尽可能从绘图台面的原点开始。
绘制同一电路不同层次的图形时，应尽量在台面的相同坐标范围上绘制。
 （4）底片台面的保养 绘图台面（有的弧面）的清洁、平整是绘制图形质量的重要保证。
在放置底片的台面（弧面）上除了需绘制的底片外不应有其他多余物，更不要划伤台面。
要确保真空吸附底片的小孔干净畅通，这样才有可能绘制出高档次的、高精度的底片。
 （5）导电图形底版的绘制 经过审查合格的设计图形直接产生光绘数据，通过磁盘或RS-232“格伯”
接口输入光绘数据，也可以直接把光绘数据输入到光绘机内绘制。
通常底版应是1:1的，对于某些比较复杂的电路，为避免光绘底片上图形的尺寸与设计值的误差对生产
造成影响，如必要时，应该修改设计的图形尺寸以弥补光绘值的偏差。
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